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Abstract (en)
[origin: WO8702835A1] A device for protecting against excess current comprises a positive temperature coefficient (PTC) device and a tension
spring connected by a solder joint adjacent the PTC device. Electrical current passes in series through the spring and the PTC device. Under normal
operating conditions, the PTC device is in thermal equilibrium with its surroundings. If the current rises to a fault condition, the power dissipated
in the PTC device increases rapidly and the temperature rises to cause melting of the solder joint. Because of the very rapid temperature rise,
substantially immediate isolation is assured through the solder joint.

Abstract (fr)
Un système de protection contre une surintensité de courant comprend un dispositif à coefficient thermique positif (CTP) et un ressort de tension qui
sont reliés par une jonction par brasage adjacente au dispositif à CTP. Le courant électrique passe en série à travers le ressort et le dispositif à CTP.
Dans des conditions normales de fonctionnement, le dispositif précité est en équilibre thermique avec son environnement. Si le courant augmente
jusqu'à un état de défaillance, l'énergie dissipée dans le dispositif à CTP s'accroît rapidement et la température monte pour provoquer la fusion de
la jonction par brasage. Du fait de la très rapide élévation de température, une isolation pratiquement immédiate est assurée par l'intermédiaire de la
jonction par brasage.
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